
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份

湖北鼎龙控股股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20260515

投资者关系

活动类别

■特定对象调研 □分析师会议

□媒体采访 □业绩说明会

□新闻发布会 □路演活动

□现场参观

□其他

参与单位名称

及人员姓名

中欧基金：王鹏、高铮、田佳禾、宋巍巍、凌艺丹、朱瑶琪、邱慧轩，以及

吴红德、陈美玲、方志伟、韦瑶瑶、励特特、黄依明、赵兵兵、李晓磊、张

雪峰、孟东晖、张菁、许雅淞、康晶晶、徐赛、李海根、朱希民、谢理达、

杨越昊、孙秋波、乔世俊、张晨、曹锐钢、王若楠、肖康、齐津、宋焱、张

雨溪等其他证券人员，共 35 名投资者

时间 2026 年 5月 15日上午 10:00~11:30

地点 公司 9 楼会议室

上市公司接待

人员姓名

2026 年 5月 15日上午 10:00~11:30：董事会秘书杨平彩女士

投资者

关系活动

主要内容

介绍

一、投资者问答

公司介绍：

公司是国内领先的关键大赛道领域中各类核心创新材料的平台型公司，

主营业务横跨两大板块—半导体业务板块、锂电业务板块。现阶段，公司重

点聚焦半导体创新材料业务，业务覆盖：半导体制造用 CMP工艺材料和晶

圆光刻胶、半导体显示材料、半导体先进封装材料三个细分板块，是集成电

路用 CMP抛光垫国内供应龙头，占据 OLED新型显示材料 YPI、PSPI 国内

供应领先地位，深度布局半导体 KrF/ArF晶圆光刻胶、半导体先进封装材料

等业务，新近切入新能源锂电关键功能材料领域，推动公司高速可持续发展。

问 1：公司长期重视研发资源投入，请问现阶段在核心技术构建、研发

人才梯队建设、知识产权布局层面的整体进展如何，后续将通过哪些举措稳

固技术竞争力、维持行业领先水平？

答：公司深耕电子功能材料领域，始终以自主技术创新作为核心发展内

核，持续加码半导体关键材料、锂电新材料等方向的研发资源投入，现已搭

建形成涵盖核心配方研发、精细化合成工艺、规模化量产配套、全流程品质

管控等环节的完整自主技术体系。公司组建了专业化、高稳定性的核心研发

人才队伍，在材料分子结构设计、纳米级分散制备、高分子聚合改性、精密



制程优化等关键技术领域沉淀深厚，具备扎实的技术攻关与产业化落地能

力。依托国家技术创新示范企业、国家知识产权示范企业、制造业单项冠军

等资质优势，公司围绕 CMP 抛光耗材、高端光刻胶、显示功能材料等主营

赛道布局多项核心发明专利，构建多层次、全方位的知识产权防护体系，筑

牢行业技术壁垒。

面向未来发展，公司将立足产业发展趋势与下游市场实际需求，前瞻性

布局前沿材料技术，持续加大全流程半导体材料、新一代电子材料及锂电新

材料的研发力度；强化产学研协同创新机制，推进关键技术突破与产业化成

果落地；优化完善研发激励与人才引育体系，集聚高端技术研发人才，保障

核心技术迭代紧跟行业前沿方向，持续强化公司在国内半导体材料行业的竞

争优势与领先地位。

问 2：想了解公司光刻胶产能情况，是否主要针对头部存储厂商的产能

扩张需求进行配套布局？

答：公司本次推进光刻胶产能建设，综合考量全球半导体行业发展格局

及国内主流晶圆制造企业中长期产能扩张规划，聚焦存储芯片、先进逻辑芯

片、先进封装等高增长应用领域，开展前瞻性产能规划与落地。公司潜江二

期年产 300 吨 KrF/ArF 光刻胶产线于近期刚投产，为国内率先实现从有机

合成、高分子合成、精制纯化至光刻胶调配混配全链条自主制备的高端光刻

胶生产基地，核心树脂、光酸剂等关键原料实现自主生产，可有效强化供应

链自主能力，同时优化产品成本结构。相关产品覆盖多类制程工艺，可满足

高端存储芯片、逻辑芯片的制造应用要求。

目前公司高端光刻胶已向国内多家头部晶圆制造企业开展多品类、多批

次验证导入，部分规格产品已实现稳定小批量供应，产品综合性能及稳定性

获得下游客户充分认可。本次产能扩充，将精准对接下游存储、逻辑类晶圆

厂商的高端光刻胶采购需求，加快高端光刻胶产业化落地节奏，持续夯实公

司在半导体电子材料领域的平台化布局优势与核心竞争实力。

问 3：本次公司完成业务结构优化调整后，后续整体中长期发展战略、

核心产业布局规划以及重点资源投向领域，能否为我们详细介绍？

答：公司本次剥离传统通用打印耗材终端业务，是基于自身发展战略、

行业发展周期及长期战略目标作出的重要结构性优化决策。完成本次业务调

整后，公司将进一步聚焦核心主业、集中优势资源，坚定落实聚焦半导体关

键材料，打造全国一流高端材料综合平台的中长期总体发展战略，全面提升

高端材料领域的专业化、精细化、规模化运营水平。

产业布局层面，公司将以半导体 CMP 抛光材料、OLED 显示功能材

料、高端晶圆光刻胶三大核心赛道作为主要增长引擎，持续巩固现有优势业

务的市场地位，深耕存量市场、挖掘增量空间，不断做强做优半导体及显示

材料板块；同时顺应新能源产业发展浪潮，前瞻布局新型锂电功能材料等前

沿高景气赛道，培育第二增长曲线，逐步构建起多品类协同互补、高附加值

产品引领、抗周期能力更强的现代化业务矩阵，实现向多个赛道的综合材料

平台企业升级。在重点投资方向上，公司将持续锚定主业深耕，加大对高端

KrF/ArF 光刻胶、CMP 抛光垫、高端抛光液及配套辅助材料等核心产品的

产能扩建、产线升级与工艺迭代投入，夯实产能供给能力；同步向上游关键



原材料领域延伸布局，完善核心树脂、光酸剂、磨料颗粒等关键物料的自研

自产与自主配套体系，持续优化成本结构与交付稳定性；市场端将持续深化

国内头部晶圆厂、面板厂的深度战略合作，拓展深度绑定的客户生态，同时

稳步推进海内外市场布局，提升全球化市场服务与供应能力。

未来，公司将坚守技术自主创新、核心产业自主可控、供应链安全自主

保障的核心发展原则，依托技术研发、产能规模、客户资源、平台化布局多

重优势，持续推进业务规模化、运营平台化、布局国际化建设，不断提升综

合竞争实力与行业话语权，致力于成长为全球半导体及高端电子材料领域具

备核心竞争力与重要行业影响力的标杆型材料企业。

问 4：能否介绍一下公司先进封装材料及高端晶圆光刻胶，现阶段订单

落地进度与下游客户端验证、导入及放量的最新推进情况？

答：截至目前，高端晶圆光刻胶板块，公司浸没式 ArF、KrF 系列产品

研发与产业化进程有序提速，产品可实现国内晶圆制造领域全制程、全尺寸

工艺覆盖。产品端已完成超 30 款高端光刻胶的研发储备，其中超 20 款正

在下游客户送样验证，12 款以上进入加仑级样品测试环节，整体验证进度

符合预期。目前已有 3 款核心型号实现稳定批量供货，同时持续拓展多家

头部晶圆制造客户并开展同步验证，客户结构持续优化，商业化落地进程全

面提速，产业化前景广阔。公司半导体先进封装材料业务整体发展态势良好，

已完成 7 款规格型号的研发布局，现阶段已有几款产品顺利获得多家下游

客户订单，在售产品矩阵持续丰富，合作客户覆盖范围不断拓宽，订单增长

势能持续释放。临时键合胶产品在现有合作客户实现稳定、规模化供货的基

础上，顺利实现新客户开发与订单落地，应用场景持续拓展，市场渗透力逐

步提升。

问 5：公司在半导体材料领域的核心竞争壁垒主要体现在哪些方面，如

何持续巩固行业领先地位？

答：在半导体材料行业竞争格局下，公司依托长期技术积累、全产业链

布局、供应链自主化及平台化产品矩阵，构建了区别于行业同行的多层次核

心竞争壁垒。技术层面，公司深耕材料领域多年，搭建了覆盖分子设计、精

细合成、纳米分散、精密制程、质量管控的全链条自主研发体系，在 CMP 抛

光材料、高端晶圆光刻胶、先进封装材料等赛道实现核心技术自研，拥有完

善的专利布局与知识产权保护体系，技术积淀深厚且迭代能力突出；产业链

层面，公司率先实现关键上游原材料自主配套，打通 “原料 — 中间体 —

成品” 一体化制备能力，有效规避外部供应链波动风险，同时形成显著的

成本与交付优势；产品布局层面，公司实现 CMP 抛光垫、抛光液、高端晶

圆光刻胶、封装 PI、临时键合胶等多品类协同发展，具备平台化材料供应

能力，可更好匹配下游晶圆厂一站式采购需求；客户层面，公司深度绑定国

内头部晶圆制造、封测企业，经过长期验证形成稳定合作关系，客户粘性高、

导入壁垒强。

为持续巩固并扩大行业领先优势，公司将坚持技术创新驱动，持续加码

前沿半导体材料研发投入，紧跟先进制程迭代方向，强化关键技术攻关与成

果产业化落地；持续完善上游原材料自主配套体系，进一步夯实供应链安全



保障能力，优化成本结构；深化与下游核心客户的战略合作，紧跟客户扩产

节奏推进产能布局，提升产品批量供货规模；同时完善高端人才引育与激励

机制，强化产学研协同创新，依托规模化、平台化、国际化发展路径，持续

筑牢技术、产品、供应链及客户壁垒，稳固公司在国内高端材料领域的龙头

地位。

二、市值管理制度执行情况

为持续夯实公司核心投资价值，健全完善市值管理体系，切实保障公司、

广大投资者及相关方合法权益，严格恪守监管合规要求，结合公司经营发展

实际，公司于 2025 年 4 月 制定《市值管理制度》，为常态化、规范化开

展市值管理工作提供坚实制度保障。

公司严格遵照已制定的《市值管理制度》，结合公司半导体材料、锂电

辅材等核心业务发展实际，持续规范落实各项市值管理及投资者关系管理工

作。报告期内，公司依托制度指引，主动加强与机构投资者、券商研究机构

等资本市场主体的常态化沟通交流，积极接待各类调研走访，全面、客观传

递公司在半导体材料、新能源材料等领域的业务布局、研发进展、产能建设

及中长期发展战略，及时回应市场对公司核心主业、行业趋势及经营规划的

重点关切。公司严格遵守信息披露相关法律法规及监管规则，坚持真实、准

确、完整、及时、公平的信息披露原则，统筹做好投资者沟通、舆情管理、

价值传播等工作，切实维护公司整体形象及全体股东、投资者的合法权益，

通过规范有序的市值管理举措，持续夯实公司内在价值，提升资本市场认可

度，推动公司长期价值稳健增长。

附件清单 无

日期 2026 年 5月 15日


